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@ PROCEDE DE FABRICATION D’UNE CARTE A PUCE ET D’UN MODULE ELECTRONIQUE DESTINE A ETRE

INSERE DANS UNE TELLE CARTE.

@ L'invention concerne un procédé de fabrication de
cartes a puce sans contact ou a fonctionnement mixte. Le
corps de carte comporte une antenne (120) aux extrémités
de laquelle sont prévues des bornes de connexion (125) a
un module électronique (M). Le procédé de fabrication est
particulierement caractérisé en ce qu’il consiste a fournir un
corps de carte comprenant une cavité ouverte (110), ladite
cavité (110) comportant au moins un fond plat (P1), et les-
dites bornes de connexion de lantenne étant mises a jour
dans la cavité sensiblement au niveau dudit fond plat, puis
a reporter le module électronique dans la cavité, ledit modu-
le comportant sur sa face inférieure des plages de contact
(170) recouvertes par une feuille d’adhésif eélectriquement
conducteur (130) apte a assurer simultanément une liaison
électrique, entre les plages de contact (170) du module
électronique et les bornes de connexion (125) de I'antenne,
et une fixation dudit module.
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A

PROCEDE DE FABRICATION D’/UNE CARTE A PUCE ET D’UN
MODULE ELECTRONIQUE DESTINE A ETRE INSERE DANS UNE
TELLE CARTE.

La présente invention concerne la fabrication de
cartes a puce, et plus particuliérement des cartes
aptes 3 assurer un mode de fonctionnement & contacts et
un mode de fonctionnement sans contact. On appellera ce
type de carte, dans toute la suite de la description,
cartes & fonctionnement mixte, ou carte & puce mnixte.
Ce type de carte est muni d’une antenne intégrée dans
le corps de carte et d‘un micromodule double face relié
a4 l’antenne. L‘’invention concerne également un procédé
de fabrication de ce micromodule double face.

Avec les <cartes & fonctionnement mixte, les
échanges d’informations avec 1l’extérieur se font soit
par l’antenne qui assure un couplage électromagnétique
entre 1’électronique de 1la carte et un lecteur
(fonctionnement sans contact), soit par 1les contacts
affleurant la surface de 1la carte qul assurent une
transmission électrique de données lorsqu’ils sont au
contact d’une téte de lecture d‘un lecteur
(fonctionnement & contacts).

L’invention ne se limite pas seulement aux.cartes
mixtes. Elle concerne également les cartes & puce sans
contact, c’est-a-dire les cartes a puce apte a assurer
uniquement un fonctionnement sans contact, les é&changes
d’informations vers 1l’extérieur se faisant uniquement
par 1l’antenne. Cependant, pour simplifier 1’exposé de
l1’invention, on ne parlera, dans 1la suite, dque des
cartes mixtes, le procédé de fabrication s’étendant,
comme cela vient d‘étre dit, également aux cartes a

puce sans contact.
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De telles cartes & fonctionnement mixte, ou a
fonctionnement sans contact, sont destinées & réaliser
diverses opérations telles gque, par exemple, des
opérations bancaires, des communications téléphoniques,
diverses opérations d’identification, des opérations de
débit ou de rechargement d’unités de compte, et toutes
sortes d’opérations qui peuvent s’effectuer soit en
insérant la carte dans un lecteur, soit a distance par
couplage électromagnétique (en principe de type
inductif) entre une borne d’émission-réception et une
carte placée dans une zone d’action de cette borne.

Les cartes a puce mixtes doivent avoir
obligatoirement des dimensions normalisées identiques a
celles des cartes & puce classiques pourvues de
contacts. Ceci est souhaitable pour les cartes
fonctionnant uniquement sans contact. Les dimensions de
ces cartes sont définies par la norme usuelle ISO 7810
qui correspond a une carte de format standard de 85 mm
de long, 54 mm de large et 0,76 mm d’épaisseur.

Ces normes imposent des contraintes sévéres pour la
fabrication. L’épaisseur trés faible de la carte est en
particulier une contrainte majeure, plus sévére encore
pour les cartes mixtes que pour les cartes simplement
munies de contacts, car il faut prévoir 1’incorporation
d’une antenne dans la carte. '

Les problémes techniques principaux qui se posent
sont des problémes de positionnement de 1l’antenne par
rapport & la carte, car l’antenne occupe presque toute
la surface de la carte, des problémes de positionnement
du module de circuit intégré (comprenant la puce et ses
contacts) qui assure le fonctionnement électronique de
la carte et des problémes de précision et de fiabiliteé

de 1la connexion entre 1le module et 1’antenne. Les
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contraintes de tenue mécanique, de fiabilité et de coflt
de fabrication doivent également étre prises en compte.

L’antenne est généralement constituée d’un élément
conducteur déposé en couche mince sur une feuille
support en plastique. Aux extrémités de 1l’antenne sont
prévues des bornes de connexion gqui doivent étre mises
a jour afin de pouvoir les connecter & des plages de
contact du module électronique.

L’élément conducteur formant l’antenne sera dénommé
dans la suite fil d’antenne, étant donné qu’il pourra
s’agir, selon la technologie employée, soit d’un fil
incrusté ou laminé sur une feuille support de
fabrication, soit de pistes conductrices imprimées sur
cette feuille support.

Une solution envisagée pour fabriquer ces cartes a
puce mixtes est illustrée sur 1les figures 1A a 1C.
Cette solution consiste dans un premier temps a
réaliser, sur une feuille support 10, une antenne 11
dont les spires sont placées & l’extérieur des bornes
de connexion 12, un pont isolant permettant de relier
chacune des extrémités de 1’antenne respectivement a
une plage de connexion de 1l/’antenne. Dans un deuxiéme
temps, la feuille 10 supportant 1le fil d’antenne 11
ainsi réalisé est assemblée avec d’autres feuilles
plastiques 20, 30, 40, 50 pour former le cofps de
carte. Ce corps de carte est ensuite usiné de maniére a
former d’une part une cavité 61 réservée & un module
électronique M double face et située entre les bornes
de connexion 12 de l’antenne 11, et d’autre part des
puits de connexion 62 destinés a mettre a jour les
bornes de connexion 12 de l’antenne 11. Les puits de
connexion 62 sont ensuite remplis par une substance

électriquement conductrice qui assure la liaison
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électrique entre 1’antenne et des plages de contact 72
du module électronique M.

Cependant, cette solution reste encore relativement
codteuse. En effet, 1’é&tape spécifique d’usinage des
puits de connexion, pour rattraper les bornes de
connexion de 1l’antenne, contribue & 1l’obtention d‘un
colit de fabrication relativement é&levé. De plus, le
remplissage des puits de connexion par une substance
électriquement conductrice, pour réaliser 1la liaison
électrique entre le module et 1’antenne, est une
opération délicate & mettre en oeuvre qui a tendance a
entrainer une diminution du rendement de fabrication
et, par conséquent, une augmentation du prix de
revient. Enfin, une adhérence de bonne gqualité entre le
module électronique et 1la substance é&lectriquement
conductrice est relativement difficile & obtenir, si
bien que la connexion é&lectrique entre le module et
1’antenne n’est pas toujours fiable, ce qui implique
qu’un grand nombre de cartes est encore destiné au
rebut. Ce nombre élevé de cartes destinées au rebut
contribue également & augmenter le prix de revient des
cartes.

Etant donné que 1les cartes a puce nixtes sont
destinées & étre fabriquées en trés grandes quantités,
afin d’étre distribuées dans le grand public, il faut
pouvoir réduire au maximum leur coGt de fabrication. Un
but de la présente invention consiste donc a supprimer
les étapes spécifiques les plus cofiteuses, c’est-a-dire
notamment 1’usinage des puits de connexion et 1la
dispense d’une substance électriquement conductrice
dans ces puits.

Pour cela, 1/invention propose un procédé de
fabrication d‘une carte & puce, ladite carte & puce

comportant un corps de carte obtenu par assemblage de
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feuilles de matiére plastique superposées en enfermant,
dans la superposition, une antenne aux extrémités de
laquelle sont prévues des bornes de connexion a un
module é&lectronique, caractérisé en ce qu’il comporte
les étapes suivantes :

- fourniture d’un corps de carte comprenant une
cavité ouverte, ladite cavité comportant au moins un
fond plat, et lesdites bornes de connexion de l’antenne
étant mises & jour dans la cavité sensiblement au
niveau dudit fond plat;

- report du module électronique dans la cavitg,
ledit module comportant sur sa face inférieure, tournée
vers 1l’intérieur de la cavité, des plages de contact
recouvertes par une feuille d’adhésif électriquement
conducteur apte & assurer simultanément une liaison
électrique, entre 1les plages de contact du module
électronique et les bornes de connexion de 1l’antenne,
et une fixation dudit module électronique.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, la
cavité est obtenue par 1l’usinage d’une ouverture dans
le corps de carte, dans lequel 1l’antenne et ses bornes
de connexion sont noyées.

Selon une autre caractéristique de l’invention, la
cavité est obtenue par lamination de plusieurs feuilles
comportant des perforations correspondant a la cavité.

Selon une autre caractéristique de 1’invention,
1’antenne comporte au moins deux spires qui sont
réalisées 3 l’extérieur de ses bornes de connexion.

Selon une autre caractéristique de 1‘’invention, 1la
feuille d’adhésif électriquement conducteur, recouvrant
les plages de contact réservées & la liaison électrique
avec les bornes de connexion de 1l’antenne, comporte
d’une part un trou central prévu pour y loger une puce

P

de circuit intégré; et d’autre part deux encoches
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situées respectivement entre les emplacements réservés
aux plages de contact, afin de séparer ladite feuille

d’adhésif en deux zones électriquement isolées l’une de

1/7autre.
Selon encore une autre caractéristique de
1/invention, les deux encoches pratiquées dans 1la

feuille d’adhésift électriquement conducteur sont
diamétralement opposées.

Gridce & ce procédé de fabrication, 1les étapes
spécifiques et colteuses d’usinage de puits de
connexion et de dispense de substance conductrice ont
été supprimées. Le procédé selon 1l’invention permet
donc de réaliser un gain financier. De plus, la feuille
d’adhésif électriquement conducteur, disposée sur les
plages de contact de 1la face inférieure du module
électronique, permet simultanément de fixer le module
et de réaliser une interconnexion électrique de grande
fiabilité entre le module et 1l’antenne. De ce fait, le
nombre de cartes destinées au rebut est
considérablement réduit.

Un autre objet de 1’invention se rapporte & un
procédé de fabrication d’un module électronique destiné
a étre 1inséré dans cette carte a puce. Le module
électronique peut étre simple face. Dans ce cas, il
permet de réaliser une carte a puce a fonctionnement
uniquement sans contact. Il peut en outre étre double
face pour permettre la réalisation d’une carte mixte.

Le procédé de fabrication d’un tel module
électronique double face consiste dans un premier
temps, & réaliser sur une face supérieure d‘un film
isolant, des premiéres plages de contact destinées a
servir de contacts d’accés de la carte & puce et, sur
une face inférieure dudit film isolant, des secondes

plages de contact destinées & étre reliées aux bornes
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de connexion de 1l’antenne. Dans un deuxiéme temps, on
colle une puce de circuit intégré sur 1la face
inférieure dudit film isolant et on réalise des
connexions électriques entre la puce et respectivement
les premiéres et secondes plages de contact. La puce et
les connexions électriques sont ensuite encapsulées
dans une résine de protection. Le procédé est plus
particuliérement caractérisé par le fait qu’il comporte
en outre les étapes suivantes

- appliquer un film adhésif électriquement
conducteur sur la face inférieure du film isolant, de
maniére & ce qu’il recouvre les secondes plages de
contact, ledit film adhésif comportant d’une part un
trou central pour y loger la puce de circuit intégré
encapsulées; et d’autre part deux encoches situées
respectivement entre les emplacements réservés aux
secondes plages de contact, puis

- découper l’assemblage ainsi formé au moins au ras
des encoches, de maniére & ce que ces derniéres
permettent de séparer le film d’adhésif en deux =zones
électriquement isolées 1l’une de 1l’autre et situées
respectivement sur une des secondes plages de contact.

Selon une autre caractéristique de ce procédé, le
film adhésif électriquement conducteur est appliqué sur

le film isolant par lamination & chaud.

D’autres particularités et avantages de la présente
invention apparaitront & la lecture de la description
donnée a titre d’exemple illustratif, et non limitatif
et faite en référence aux figures annexées qui
représentent

- les figures 1A a 1C, déja décrites, des vues en

coupe d’une carte & puce & fonctionnement mixte au
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cours des étapes de fabrication d‘un procédé envisagé
antérieurement,

- les figures 2A et 2B, deux vues en coupe de deux
variantes de réalisation d’une carte & puce mnixte

fabriquée selon 1/invention,

- la figure 3, une vue de dessus d‘une carte a
puce mixte selon 1/invention, au cours de sa
fabrication,

- les figures 4 et 5, des vues de dessous d’un film
isolant au cours de 1la fabrication en continu de
modules électroniques,

- la figure 6, une vue de dessous d’un module
électronique selon 1’invention.

D’une maniére générale, les cartes a puce sans
contact, ou a fonctionnement mixte, sont réalisées par
collage, par exemple par lamination & <chaud, de
feuilles de matiére plastique superposées dans
lesquelles on a inséré ou intercalé le fil conducteur
d’antenne . Une cavité est ensuite ouverte dans les
feuilles assemblées pour y créer un logement réservé a
un module électronique qui est placé de sorte que deux
de ces plages de contact soient électriquement reliées
a deux bornes de connexion du conducteur d’antenne.

Les figures 2A et 2B représentent deux vues en
coupe d‘une carte & puce 100 a fonctionnement mixte
réalisée selon deux variantes de 1l/’invention. La carte
4 puce comporte un corps de carte 100 réalisé, de
maniére classique, par lamination & chaud de plusieurs
feuilles de matiére plastique superposées et renfermant
une antenne 120. Cette antenne 120 est réalisée sur
l1’une des feuilles plastiques de 1’assemblage, par
lamination d‘un fil conducteur, ou par incrustation, ou

encore par une technique d’ impression d’encre
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conductrice classique, telle qu’une impression offset
ou une Iimpression par tampographie ou encore une
sérigraphie par exemple. L’antenne fait en général
plusieurs tours en suivant la périphérie extérieure de
la carte, pour couper un flux électromagnétique aussi
grand que possible. Les extrémités de 1l’antenne 120
sont reliées & deux bornes de connexion 125 légérement
espacéas l’une de l’autre. L’espacement entre ces deux
bornes de connexion 125 est choisi en fonction des
plages de contact 170 du module électronique que 1’on
va insérer dans la carte.

Sur la figure 2A, 1l’antenne 120 est réalisée en
spirale et ses bornes de connexion 125 sont
respectivement placées a l’extérieur et & 1’intérieur
de la spirale. Sur la figure 2B, l’antenne 120 comporte
au moins deux spires qui sont réalisées & l’extérieur
de ses bornes de connexion 125. Dans ce cas, des ponts
isolants sont réalisés pour permettre de relier les
extrémités d’antenne aux bornes de connexion 125. Ce
dernier cas est préféré par rapport au cas représenté
sur la figure 1A car, lors de l’usinage d’une cavité
dans le corps de carte, les spires d’antenne ne sont
pas mises & Jjour (mais seulement les bornes de
connexion), si bien gqu’elles ne risquent pas d’étre
endommagées. De plus, dans ce cas, le report du module
électronique M ne nécessite pas la prise de précautions
particuliéres; contrairement au premier cas (illustré
sur la figure 2A) ou il faut protéger les spires
d’antenne mises & nu dans la cavité par un isolant,
afin d’éviter 1l’apparition de court-circuits lors de
1’ interconnexion du module avec les bornes de connexion
de l’antenne.

Une cavité ouverte 110 est prévue sur une face

supérieure du corps de carte 100. Cette cavité peut
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étre réalisée de deux maniéres différentes. Une
premiére méthode consiste a wusiner une ouverture,
correspondant & cette cavité 110, dans le corps de
carte 100, dans lequel sont noyées 1l’antenne 120 et ses
bornes de connexion 125. Cet usinage est réalisé de
telle sorte que les bornes de connexion de 1l‘’antenne
sont mises & Jjour. Une deuxiéme méthode consiste a
réaliser 1la cavité 110 1lors de 1’assemblage des
feuilles de <constitution du corps de carte par
lamination. Ces feuilles comportent alors des
perforations qui, une fois 1’assenblage réalisé,
forment la caviteé.

La cavité 110 a par exemple une forme de cuvette
double & deux fonds plats Pl et P2. Le premier fond
plat Pl est réalisé de telle sorte qu’il affleure
sensiblement le plan des bornes de connexion 125 de
l’antenne 120. De cette maniére, le premier fond
plat P1 permet de mettre & Jjour les Dbornes de
connexion 125. Le deuxiéme fond plat P2 est, quant a
lui, réalisé entre les bornes de connexion 125 et en
dessous de leur plan. Ce deuxiéme fond plat P2 est
destiné A recevoir la partie du module électronique M
comprenant une puce de circuit intégré enrobée dans une
résine de protection.

Cette cavité 110, permettant de rendre accessibles
les bornes de connexion 125 de 1l/’antenne, est é&galement
représentée en vue de dessus sur la figure 3.
Lorsqu’elle est obtenue par usinage, elle est de
préférence formée par deux opérations de fraisage
successives. Sa forme est adaptée & celle du module
électronique M & insérer. Ce module é&lectronique M
contient une puce de circuit 1intégré assurant Ile

fonctionnement de la carte.
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Le module électronique M peut étre un module a
circuit imprimé simple face (pour la réalisation d’une
carte a fonctionnement uniquement sans contact), ou un
module a circuit-imprimé double face (pour la
réalisation d‘’une carte & fonctionnement mixte). Le
module qui est décrit dans cet exposé de 1l‘’invention
est un module double face. La seule différence par
rapport A& un module simple face réside dans le fait
qu’il comporte, sur sa face supérieure destinée a
affleurer la surface de la carte 100, des plages de
contacts aptes a servir de contacts d’accés de la carte
a4 puce. Du fait de cette seule différence, le module
simple face n’est pas décrit, mais bien sir il peut
également étre inséré dans la cavité 110 de la carte
100.

Le module M, tel qu’illustré sur les figures 2A et
2B, est constitué par un circuit imprimé double face
portant une puce de circuit intégré. Il comporte une
feuille isolante 140, sur 1la face supérieure de
laquelle sont réalisées des premiéres plages de contact
160. Ces plages de contact 160 sont réalisées par un
procédé classique quelconque, tel gque 1’impression
d’encre conductrice, ou encore un dépdt de
métallisation suivi d’une gravure par exemple. La face
supérieure du module M est définie comme étant la face
destinée & affleurer la surface de la carte 100. Les
plages de <contact 160 sont réalisées aux normes
usuelles ISO et serviront de contacts dfaccés de la
carte & puce.

D’autre part, des secondes plages de contact 170
sont réalisées, de la méme maniére gque les premiéres
plages de contact, sur la face inférieure de la feuille
isolante 140, c’est-a-dire sur la face destinée a étre

tournée vers 1l/intérieur de la cavité 110. Ces secondes
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plages de contact 170 sont destinées & assurer la
liaison électrique entre une puce de circuit intégré
180 et 1’antenne 120.

La puce de circuit intégré 180 est collée sur la
face inférieure de la feuille isolante 140 et elle est
reliée, par 1l’intermédiaire de fils soudés par exemple,
aux secondes plages de contact 170. Cette puce 180 et
les fils de liaison sont encapsulés dans une résine de
protection 181.

Les premiéres plages de contact 160 de 1la face
supérieure du module M peuvent étre é&lectriquement
reliées soit aux secondes plages de contact 170 par
1’/intermédiaire de vias conducteurs pratiqués dans la
feuille isolante 140; soit plus simplement & la puce de
circuit intégré 180 par 1’/intermédiaire d’autres fils
de liaison qui passent & travers des orifices
préalablement pratiqués dans la feuille isolante.

Ce module M comporte en outre, sur sa face
inférieure, une feuille d’adhésif électriquement
conducteur 130. Cette feuille 130 permet d’assurer
simultanément une connexion électrique entre les
secondes plages de contact 170 du module M et les
bornes de connexion 125 de 1l’antenne 120 ainsi qu’une
fixation du module M par collage.

La structure de ce module double face sera mieux
comprise au regard des figures 4 & 6 qui illustrent les
différentes étapes de son procédé de fabrication. Des
modules électroniques double face, destinés a étre
insérés dans des cartes a puce a fonctionnement mixte,
peuvent étre fabriqués en continu en utilisant les
mémes chaines de fabrication habituellement utilisées
pour réaliser des modules é&lectroniques simple ou

double face.
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Plusieurs modules double face M1, M2, M3, ... Mn
peuvent donc par exemple &tre réalisés en continu sur
un film isolant 141. Ce film isolant est dans ce cas
muni de perforations latérales 142 destinées a
permettre son entrainement par des machines. Les
figures 4 et 5 représentent une vue de dessous de ce
film isolant 141, c’est-a-dire une vue de 1la face
inférieure des modules M1, M2, M3 ... Mn en cours de
fabrication.

Sur cette face inférieure sont réalisées les
secondes plages de contact 170 de chaque module,
destinées & étre électriquement reliées aux bornes de
connexion d‘une antenne pour assurer une liaison
électrique entre une puce de circuit intégré et ladite
antenne.

Sur l’autre face, non représentée mais telle
qu’illustrée sur les figures 2A et 2B précédemment
décrites, sont aussi réalisées les premiéres plages de
contact formant les contacts d‘’accés d’une carte.

Des puces de circuit intégré sont collées sur la
face inférieure du film isolant 141. Elles sont
électriquement reliées aux secondes plages de contact
170 qui leur sont associées par 1l’intermédiaire de fils
conducteurs selon 1la technique bien connue dite de
"wire bonding" en littérature anglo-saxonne. Ces puces
ainsi que 1les «connexions électriques sont ensuite
encapsulées dans des gouttes de résine de protection
181.

L’étape suivante du procédé de fabrication des
modules double face consiste & appliquer un film
d’adhésif électriquement conducteur 131 sur le film
isolant 141 (figure 5). Ce film d’adhésif 131 présente
une largeur inférieure a celle du film isolant 141 de

sorte qu’il ne recouvre pas le perforations 142
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destinées a permettre 1l’entrainement du film isolant.
Ce film d’adhésif électriquement conducteur comporte,
pour chaque module M1 ... Mn, un trou central 136 pour
y loger la puce de circuit intégré encapsulée dans la
résine 181. Il comporte en outre deux encoches 135
situdes respectivement entre les emplacements réservés
aux secondes plages de contact 170. Ces deux encoches
135 sont par exemple diamétralement opposées et situées
de part et d’autre du trou 136.

Une derniére étape consiste ensuite a découper les
assemblages ainsi formés pour obtenir des modules
électroniques double face M1, M2, M3 ... Mn. La figure
6 représente une vue de dessous d’un tel module M
obtenu par  découpe des films isolants 141 et
conducteurs 131. Ce module M est découpé au ras des
encoches 135 (ou, en tout cas, de telle sorte que la
découpe passe sur les encoches 135), de maniere a
séparer 1’adhésif 131 en deux zones 133, 134, situées
respectivement sur une des secondes plages de contact
170, et afin d’assurer une isolation électrique de ces
deux zones. Ainsi, lors du report de ce module M dans
la cavité 110 du corps de carte 100, 1’adhésif 131
permet non seulement de fixer le module, mais aussi
d’assurer la connexion électrique entre les plages de
contact 170 du module et les bornes de connexion de
1’antenne. Les deux encoches 135 permettent dans ce cas
d’éviter un court-circuit de 1l’antenne car elles
assurent 1/isolation électriquement des secondes plages
de contact 170 recouvertes par la feuille d’adhésif
électriquement conducteur 131.

L’interconnexion é&lectrique ainsi réalisée entre
les plages de contact du module et l/antenne, par
1’/intermédiaire de 1l’adhésif électriquement conducteur,

présente une trés grande fiabilité. Elle est réalisée
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proprement et avec une trés grande précision. De ce
fait, la liaison électrique entre la puce et l’antenne
est de bonne qualité, ce qui contribue a diminuer
notablement le nombre de cartes destinées au rebut. Le
prix de revient des cartes s’en trouve donc é&galement
diminué.

Dans les exemples qui viennent d’étre décrits en
regard des figures 2A & 6, la cavité 110, pratiquée
dans le corps de «carte 100, ainsi que le module
électronique double face M, sont réalisés selon une
forme circulaire. Mais bien sGr, 1l‘’invention ne se
limite pas & cette forme. En effet, le module M de méme
que la cavité 110, peuvent trés bien étre réalisés
selon toute autre forme possible, telle qu’une forme
rectangulaire ou carrée par exemple.

L’invention permet de réduire considérablement les
coits de fabrication des cartes sans contact. Elle
utilise par ailleurs les mémes chalines de fabrication
pour réaliser des modules électroniques double face, et

des carte & puce mixtes.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication d’une carte a puce (100),
ladite carte & puce (100) comportant un corps de carte
obtenu par assemblage de feuilles de matiére plastique
superposées en enfermant, dans la superposition, une
antenne (120) aux extrémités de laquelle sont prévues
des bornes de connexion (125) & un module électronique
(M), caractérisé en ce qu’il comporte les étapes
suivantes :

- fourniture d’un corps de carte (100) comprenant
une cavité ouverte (110), ladite cavité (110)
comportant au moins un fond plat (P1l), et lesdites
bornes de connexion (125) de 1l’antenne (120) étant
mises & jour dans la cavité sensiblement au niveau
dudit fond plat,

- report du module électronique (M) dans la cavité
(110), ledit module comportant sur sa face inférieure,
tournée vers 1’intérieur de la cavité, des plages de
contact (170) recouvertes par une feuille d’adhésif
électriquement conducteur (130) apte a assurer
simultanément une liaison électrique, entre les plages
de contact (170) du module électronique (M) et les
bornes de connexion (125) de 1l’antenne (120), et une
fixation dudit module (M).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la cavité (110) est obtenue par usinage d’une
ouverture dans 1le corps de carte, dans lequel sont
noyées 1l’antenne (120) et ses bornes de connexion

(125) .
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3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la cavité (110) est obtenue par lamination de
feuilles comportant des perforations correspondant a la

caviteé.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 & 3,
caractérisé en ce gue l’antenne (120) comporte au moins
deux spires qui sont réalisées a 1l’extérieur de ses

bornes de connexion (125).

5. Procédé selon 1l’une des revendications 1 a 4,
caractérisé en ce que la feuille d’adhésif
électriquement conducteur (130), recouvrant les plages
de contact (170) réservées a la liaison électrique avec
les bornes de connexion (125) de 1’antenne (120),
comporte d’une part un trou central (136) prévu pour y
loger une puce de circuit intégré; et d’autre part deux
encoches (135) situées respectivement entre les
emplacements réservés aux plages de contact (170), afin
de séparer ladite feuille d’adhésif (130) en deux zones

(133, 134) électriquement isolées 1l’une de l’autre.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les deux encoches (135) de la feuille d’adhésif
électriquement conducteur (130) sont diamétralement

opposées.

7. Carte a puce fabriquée selon l’une des
revendications 1 & 6, caractérisée en ce qu’elle
constitue une carte & fonctionnement avec et sans
contact et en ce qu’elle comporte un module

électronique (M) double face.
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8. Carte a puce fabriquée selon 17une des
revendications 1 & 6, caractérisée en ce gqu’‘elle

constitue une carte a fonctionnement sans contact et en

ce qu’elle comporte un module électronique simple face.

9. Procédé de fabrication d’un module électronique
(M) double face destiné & étre inséré dans une carte &
puce selon 1l’une des revendications 1 a 7, ledit
procédé consistant & réaliser sur une face supérieure
d’un film isolant (141) des premiéres plages de contact
(160) destinées & servir de contact d‘accés de la carte
a puce et, sur une face inférieure dudit film isolant
(141) des secondes plages de contact (170) destinées a
étre reliées aux Dbornes de connexion (125) de
l’antenne ; puis & coller une puce de circuit intégré
(180) sur ladite face inférieure dudit film isolant et
a réaliser des connexions électriques entre la puce et
respectivement les premiéres (160) et secondes (170)
plages de contact ;. ladite puce et ledites connexions
électriques étant encapsulées dans une résine de
protection (181), caractérisé en ce qu’il comporte en
outre les étapes suivants :

- appliquer un film adhésif électriquement
conducteur (131) sur la face inférieure du film isolant
(141), de maniére & ce gqu’il recouvre les secondes
plages de contact (170), 1ledit film adhésif (131)
comportant d‘une part un trou central (136) pour Yy
loger la puce de circuit intégré encapsulée; et d’autre
part deux encoches (135) situées respectivement entre
les emplacements réservés aux secondes plages de
contact (170), puis

- découper 1l’assemblage ainsi formé au moins au ras
des encoches (135), de maniére a ce dque ces derniéres

permettent de séparer le film d’adhésif (131) en deux
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zones (133; 134) électriquement isolées 1l’une de
l’autre et situées respectivement sur une des secondes

plages de contact (170).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé
en ce que le film d’adhésif électriquement conducteur
(131) est appliqué sur 1le film isolant (141) par

lamination & chaud.
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